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บทคดัย่อ 
ปั จ จุบัน เทคโนโลยี อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ มี ความส าคัญ ใน

ชีวิตประจ าวนัของเรามาก ผูป้ระกอบการต่างแข่งขนัสร้างเคร่ืองใช้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์นานาชนิด วงจรอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นส่วนประกอบท่ี
ส าคัญ ซ่ึงจะถูกสร้างและประกอบอยู่ในรูปแผงวงจรพิมพ์ ปัจจุบัน
แผงวงจรพิมพมี์ขนาดเล็กลงซ่ึงใชก้บัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีขนาดเล็ก
ลงด้วย บทความน้ีเสนอการออกแบบและสร้างตู ้อบความร้อนแบบ
อินฟราเรดซ่ึงควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 เพ่ือ
อบตะกัว่เหลวในการประกอบแผงวงจรพิมพ์ ในการทดลอง อุณหภูมิ
หลอมละลายของตะกั่วเหลวท่ีใช้อยู่ท่ี 170 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ใน
การอบเฉล่ีย 32.03 นาที และหากอบต่อเน่ืองจะใช้เวลา 16.54 นาที ใน
การอบแผงวงจรพิมพ์จ  านวน 20 แผ่นท่ีกระจายอย่างสม ่าเสมอภายใน
ตูอ้บพบว่า แผงวงจรพิมพ์ท่ีตะกัว่เหลวละลายอย่างสมบูรณ์และไม่เกิด
การไหมข้องแผงวงจรพิมพน์ั้นคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต ์   
 
ค าส าคญั: ตูอ้บความร้อน, อินฟราเรด, แผงวงจรพิมพ ์
 

Abstract 
Nowadays, electronic technology becomes a significant part 

of our daily life. Manufacturers compete to produce a variety of 
electronic products. The electronic circuit is considered an important 
part which will be created and assembled in the form of printed circuit 
boards (PCBs). At present, the PCB is smaller and can be used with 
smaller electronic devices as well. This paper presents the design and 
construction of the infrared heating chamber controlled by an Arduino 
Uno R3 microcontroller for PCB assembly. In the experiment, the 
melting temperature of the liquid lead was 170 °C. The average baking 
time was 32.03 minutes and if continuous baking would take 16.54 
minutes. For baking of 20 PCBs that were uniformly distributed inside 
the chamber, it was found that the successful rate was 85 percent. 
 
Keywords:  Heating Chamber, Infrared, Printed Circuit Board 

1. บทน า 
ปัจจุบนัน้ีเคร่ืองใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนส าคญัในการ

ใช้ชีวิตของผูค้นเป็นจ านวนมาก จึงมีผูผ้ลิตผู ้ประกอบการแข่งขันกัน
สร้างเคร่ืองใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบส าคญัของเคร่ืองใช้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์เหล่าน้ีคือ แผงวงจรพิมพซ่ึ์งท าหน้าท่ีควบคุมสั่งการ การ
ท างานต่าง ๆ ของเคร่ืองใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ และในปัจจุบนันิยมใช้
ขนาดเล็กเพ่ือประหยดัค่าใช้จ่าย ประหยดัพ้ืนท่ีในการใช้งาน และ
สามารถรวมวงจรหลายวงจรไว้ในแผงวงจรเดียว ในการท่ีจะสร้าง
แผงวงจรพิมพท่ี์มีขนาดเล็กนั้นจ าเป็นตอ้งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ขนาดเล็กดว้ย ในการท่ีจะน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาบดักรีใส่แผงวงจร
พิมพน์ั้นยากและล าบาก เพราะมีขนาดท่ีเล็ก 

จากการศึกษาการประยุกต์ใช้หลอดอินฟราเรดส าหรับการ
อบแห้ง  [1-2]  งานวิจัยน้ี จึงมีแนวคิดท่ีจะสร้างตู้อบความร้อนแบบ
อินฟราเรดส าหรับแผงวงจรพิมพ์ เพ่ือท่ีจะน ามาอบตะกั่วเหลวซ่ึงเป็น
ตะกัว่ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีลกัษณะเหลว น ามาสกรีนลง
บนแผงวงจรพิมพแ์ละน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาวางบนแผงวงจรพิมพ์
ตามวงจรท่ีท าการออกแบบ จากนั้นก็น าไปอบด้วยตูอ้บความร้อนแบบ
อินฟราเรดส าหรับแผงวงจรพิมพ ์โดยใชห้ลอดฮีตเตอร์อินฟราเรดในการ
ให้ความร้อน แผ่รังสีความร้อนแบบแสงอาทิตย ์ซ่ึงความร้อนจะค่อย ๆ 
แพร่กระจายเข้าสู่เน้ือตะกั่วเหลว จนหลอมละลายและท าหน้าท่ีเช่ือม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กบัแผงวงจรพิมพแ์ทนการบดักรีดว้ยหวัแร้ง 
 

2. หลักการและการออกแบบตู้อบความร้อนแบบอินฟราเรด
ส าหรับแผงวงจรพมิพ์ 

การท างานของตู้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าห รับ
แผงวงจรพิมพเ์ม่ือท าการกดสวิตช์เร่ิมท างาน เทอร์โมคปัเปิลจะท าหน้าท่ี
วดัค่าอุณหภูมิท่ีอยูภ่ายในตูอ้บและส่งค่าอุณหภูมิท่ีวดัได้ไปยงัโมดูลวดั
อุณหภูมิ MAX 6675 เม่ือโมดูลวดัอุณหภูมิได้รับข้อมูลก็จะส่งไปยงั
บอร์ดอดูโน่เพ่ือประมวลผลการท างาน บอร์ดจะประมวลการท างานและ
สั่งการการท างาน จอ LCD จะแสดงสถานะของตู้อบแสดงเวลาและ
อุณหภูมิในการท างาน รีเลยโ์มดูลท าหน้าท่ีเป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์รับ
ขอ้มูลมาจาก Arduino Uno R3 สั่งเปิด-ปิดการท างานของหลอดฮีตเตอร์
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อินฟราเรดและพดัลมระบายความร้อนและหลอดฮีตเตอร์อินฟราเรดจะ
ท าหนา้ท่ีในการให้ความร้อนกบัตูอ้บ ความดงัรูปท่ี 1 
 

 
รูปท่ี 1 บล็อกไดอะแกรมการท างาน 

 
2.1 การออกแบบตู้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับ
แผงวงจรพมิพ์ 

การออกแบบตูอ้บความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับแผงวงจร
พิมพ์มีความกว้าง 57 เซนติเมตร ยาว 47.6 เซนติเมตร และ สูง 30.6 
เซนติเมตร โดยมีกล่องควบคุมการท างานขนาด ความกว้าง 24.5 
เซนติเมตร ยาว 26.2 เซนติเมตร และสูง 8.3  เซนติเมตร ดงัแสดงในรูปท่ี 
2 ภายในประกอบไปด้วยชุดความคุมอุณหภูมิและแสดงผลโดยใช้
เซ็นเซอร์ MAX 6675 ในการวดัอุณหภูมิภายในตูอ้บ ใช้จอ LCD ขนาด 
16 ตวัอกัษร 2 บรรทดั ในการแสดงสถานะการท างานตูอ้บ เวลาในการ
อบ และ อุณหภูมิภายในตูอ้บ มีไฟ LED แสดงสถานะของตูอ้บและเสียง
เตือนการอบเสร็จส้ิน โดยการควบคุมการท างานของตู้อบนั้ นใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3 ส าหรับควบคุมการท างาน
ทั้งหมด 
  

 
รูปท่ี 2 โครงสร้างภายนอกตูอ้บความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับ

แผงวงจรพิมพ ์
 
 

2.2 การออกแบบวงจร 
วงจรท่ีใช้ในการควบคุมการท างานตู้อบความร้อนแบบ

อินฟราเรดส าหรับแผงวงจรพิมพ์ ใช้บอร์ด Arduino Uno R3 ในการ
ควบคุมและสั่งการการท างานของตู้อบ เม่ือกดสวิตช์เร่ิมท างานเทอร์
โมคปัเปิลจะท าการวดัอุณภูมิและส่งขอ้มูลมาท่ีโมดูล MAX 6675 และส่ง
ต่อไปยงั บอร์ด Arduino Uno R3 เพ่ือประมวลผลและส่งข้อมูลไป
แสดงผลท่ี จอ LCD แสดงสถานะ อุณหภูมิ และเวลา จากนั้นวงจรรีเลย์
รับขอ้มูลจากบอร์ด Arduino Uno R3 ท าหนา้ท่ี เปิด-ปิด การท างานหลอด
ฮีตเตอร์อินฟราเรด [3] พดัลมระบายความร้อน และเม่ือตู ้อบเสร็จการ
ท างานก็จะมีวงจรเสียงสัญญาณเตือนเสร็จการท างาน วงจรรวมส าหรับ
ควบคุมการท างานของตูอ้บน้ีแสดงไวใ้นรูปท่ี 3 
 

 
รูปท่ี 3 วงจรควบคุมการท างานตูอ้บความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับ

แผงวงจรพิมพ ์
 

3. การสร้างและการทดสอบ 
การสร้างตู ้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับแผงวงจร

พิมพ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของโครงสร้างตูอ้บและส่วนกล่อง
ควบคุมและแสดงผล โครงสร้างตู ้อบเป็นโครงเหล็กและคลอบด้วย
อลูมิเนียมมีขนาดความกวา้ง 57 เซนติเมตร ความยาว 47.6 เซนติเมตร 
ความสูง 30.6 เซนติเมตร ท าการยดึหลอดฮีตเตอร์อินฟราเรด ดงัรูปท่ี  4 มี
การบุฉนวนกนัความร้อนบริเวณผนังของในตูอ้บดงัแสดงในรูปท่ี 5 ใน
ส่วนกล่องควบคุมและแสดงผลนั้ น  ภายในประกอบไปด้วยชุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการท างาน การวดัและควบคุมอุณหภูมิ 
และการแสดงผล หลังการสร้างกล่องควบคุมและแสดงผลเสร็จจะถูก
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น าไปยึดไว้บนตู้อบก็จะได้ ตู ้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับ
แผงวงจรพิมพ ์ดงัรูปท่ี 6 

 

 
รูปท่ี 4 ต  าแหน่งหลอดอินฟราเรดภายในตูอ้บ 

 

 
รูปท่ี 5 ฉนวนกนัความร้อนท่ีใส่ไวบ้ริเวณผนงัตูอ้บความร้อน 

 

รูปท่ี 6 ตูอ้บความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับแผงวงจรพิมพท่ี์สมบูรณ์ 
 

ในส่วนของแผ่นวงจร การสร้างแผ่นวงจรจะใช้เตารีด รีดลาย
วงจรบนแผ่น PCB แล้วจึงน าไปกดัด้วยน ้ ายาลอกทองแดง ท าการเจาะรู
ขาอุปกรณ์ แลว้น าอุปกรณ์มาใส่ตามช่องท่ีไดเ้จาะไว ้ดงัรูปท่ี 7 

 

 
รูปท่ี 7 แผน่วงจรชุดควบคุมและแสดงผล 

 
ในการทดสอบการท างานของตูอ้บความร้อนแบบอินฟราเรด

ส าหรับแผงวงจรพิมพน์ั้นเร่ิมจากทดลองเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิระหว่าง
เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ MAX 6695 กบัเคร่ืองวดัอุณหภูมิเตาอบ ซ่ึงไดผ้ลดงั 
ตารางท่ี 1  จะเห็นวา่ผลการวดัอุณหภูมิจากวงจรท่ีออกแบบสอดคลอ้งกบั
ผลการวดัอุณหภูมิจากเคร่ืองวดัอุณหภูมิเตาอบ 
 
ตารางท่ี 1  ผลทดสอบเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิระหวา่งเซ็นเซอร์ MAX  
6675 กบัเคร่ืองวดัอุณหภูมิเตาอบ 

 
หลังจากนั้นทดสอบตู้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าหรับ

แผงวงจรพิมพ์โดยจบัเวลาท่ีใช้ในการอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง
ได้ผลดงั ตารางท่ี 2 ซ่ึงเป็นเวลาท่ีใช้ในการอบแผงวงจรพิมพแ์ต่ละคร้ัง 
ซ่ึงอุณหภูมในตูอ้บเทียบกบัเวลาแสดงเป็นแผนภูมิความสมัพนัธ์ไดด้งัรูป
ท่ี 8 
 
 

คร้ังท่ี เซ็นเซอร์วดัอุณหภูมิ 
MAX 6695 

เคร่ืองวดัอุณหภูมิ
เตาอบ 

ค่าความคลาด
เคล่ือน 

1 60 58 2 % 
2 90 100 10 % 
3 100 108 8 % 
4 110 107 3 % 
5 120 122 2 % 
6 130 133 3 % 
7 140 145 5 % 
8 150 150 0 % 
9 160 163 3 % 

10 170 170 0 % 
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ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบเวลาท่ีใชใ้นการอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

คร้ังท่ี เวลาในการอบ (นาที) 
1 30.57 
2 32.10 
3 30.44 
4 32.11 
5 31.20 
6 30.42 
7 32.05 
8 32.13 
9 30.30 

10 30.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8  แสดงแผนภูมิความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิและเวลา 
 

ท าการทดสอบตู้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าห รับ
แผงวงจรพิมพท์ดลองอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ท าการสกรีนแผงวงจร
ด้วยตะกั่วเหลว ดงัรูปท่ี 9 และเรียงบนตระแกรงจ านวน 20 แผ่น และ
น าไปอบ ซ่ึงผลการทดสอบแสดงไวใ้นตารางท่ี 3 ซ่ึงจะแสดงความส าเร็จ
ของจ านวนแผงวงจรพิมพท่ี์สามารถอบและตะกัว่ละลายไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
ซ่ึงมีอตัราความลม้เหลวหรือการอบไม่สมบูรณ์ไม่เกิน 4 เปอร์เซนต ์
 

 
รูปท่ี 9  ท ำกำรสกรีนแผงวงจรพิมพด์ว้ยตะกัว่เหลว 

        ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบอบแผงวงจรพิมพ ์

 

4. บทสรุป 
จากการทดลองตู้อบความร้อนแบบอินฟราเรดส าห รับ

แผงวงจรพิมพ ์พบว่าค่าเฉล่ียความผิดพลาดในการวดัอุณหภูมิเทียบกบั
เคร่ืองวดัอุณหภูมิเตาอบอยูท่ี่ 4.3 เปอร์เซ็นต ์อุณหภูมิท่ีใช้ท  าการอบอยูท่ี่ 
170 องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช้ในการอบเฉล่ียแล้วท่ี 32.03 นาที  ส าหรับ
การอบคร้ังแรกหรือจากอุณหภูมิในเตาอบเป็นอุณหภูมิห้อง และเม่ือท า
การอบต่อเน่ืองจะใช้เวลาในการอบ 16.54 นาที ในการทดลองการอบ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จ านวน 20 แผ่น ท่ีวางกระจายอยา่งสม ่าเสมอใน
ตูอ้บนั้นพบวา่แผงวงจรพิมพท่ี์ตะกัว่หลอมละลายไดอ้ยา่งสมบูรณ์และไม่
ท  าให้แผงวงจรพิมพเ์กิดการไหมน้ั้นคิดเป็น 85 เปอร์เซ็นต ์

จากการทดลองพบว่าแบบรูปอุณหภูมิ (Temperature Pattern) 
ดงัเช่นแผนภูมิดงัรูปท่ี 8 นั้นมีมีผลต่ออตัราความลม้เหลว (Failure Rate) 
ของผลการอบแผงวงจรพิมพแ์ละมีผลต่อเวลาของการอบในกรณีอบอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยแบบรูปอุณหภูมิน้ีควรก าหนดให้มีขั้นตอน  อย่างน้อย 3 
ขั้นตอน คือ การให้ความร้อนเร่ิมตน้ (Pre-heating) การให้ความร้อนอุณ
ภูมิคงตัว (constant temperature) และการเร่งให้อุณหภูมิถึงจุดหลอม
ละลาย (heating up) ซ่ึงผูวิ้จยัขอเสนอไวเ้พ่ือการพฒันาต่อไปในอนาคต 
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คร้ังท่ี 

จ านวนแผงวงจร
ท่ีน าไปอบ 
(แผน่) 

แผงวงจรท่ี
ตะกัว่เหลว
ละลาย (แผน่) 

ค่าความคลาด
เคล่ือน 

(เปอร์เซ็นต)์ 
1 20 16 4 % 
2 20 18 2 % 
3 20 18 2 % 
4 20 17 3 % 
5 20 16 4 % 
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